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본   미  콘택   미  콘택  플러그  포함하는   한다는 것 ,   하여 본

,   하는 과정에  콘택 에  물질  매립하고,  학적 계적 연마할 경우 

도에 라 단차가 생하는 종래 과는 달리, 하     도체  상에 층간 절연막  

하고, 층간 절연막 상 에 특정 포 지스트 에 라 콘택 플러그  할 역에  하   

시키는 콘택 과 미 역에  도체  시키는 미 콘택  하 , 콘택   미 콘택

 매립한 후  학적 계적 연마하여 콘택 플러그  미 콘택 플러그  하고,  콘택 플러그에

연결 도   물질  닝하여 상    함 , 실제 콘택   콘택 플러그가  역

 제 한 미 역에 미 콘택   미 콘택 플러그  하여 학적 계적 연마 시 생하는 단차에 

 싱 상  전 상  지할 수 는 것 다.

도 - 도7
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특허청  

청 항 1 

하   과 상    포함하는 도체    조 ,

도체  상에  상  하   과,

상  하    상에  콘택 플러그 ,

상  콘택 플러그가  역  제 한 미 역에  미 콘택 플러그 ,

상  콘택 플러그  통해 상  하   과 연결  상  상   

 포함하는 도체    조.

청 항 2 

제 1 항에 어 ,

상  미 역 ,  룰   도에  상  콘택 플러그가  역  제 한 역  것  특

징  하는 도체     .

청 항 3 

하   과 상    포함하는 도체    하는 ,

상  하     도체  상에 층간 절연막  하는 단계 ,

상  층간 절연막 상 에 특정 포 지스트 에 라 콘택 플러그  할 역에  상  하   

 시키는 콘택 과 미 역에  상  도체  시키는 미 콘택  하는 단계 ,

상  콘택   미 콘택  매립한 후  학적 계적 연마하여 콘택 플러그  미 콘택 플러그  

하는 단계 ,

상   콘택 플러그에 연결 도   물질  닝하여 상  상    하는 단계

 포함하는 도체     .

청 항 4 

제 3 항에 어 ,

상  미 역 ,  룰   도에  상  콘택 플러그가  역  제 한 역  것  특

징  하는 도체     .

  

 상 한 

     적

         하는 술  그 야  종래 술

본  도체    조   하는 에 한 것 , 욱 상 하게는 도체 <8>

    과정에  콘택  후 매립   물질  학적 계적 연마하여  플러그  하

는  적합한 도체    조    에 한 것 다.

 알 진  같 , 도체  평탄  한 학적 계적 연마(CMP : Chemical Mechanical Polishin<9>

g)는  사  감   집적도  가에 라 필수적  사 하는 도체 공정  하나 다. 러한 학

적 계적 연마는 웨  전  역 평탄  수행하여 후  포 리 그래피(Photolithography) 공정  마진

 보한다.
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특 , 학적 계적 연마는 도체 제조 공정에  다양하게 사 는 ,  , 콘택 플러그  하<10>

해 콘택 에  물질(  들 , 스 (W) 등)  매립한 후에, 그 상  평탄 하는 공정에   물

질과 산  절연막  택비가 큰 슬러리  하여 산  절연막 에  물  남지 않도  도 1에 도

시한  같  학적 계적 연마 공정  수행 고, 에 라 다  종  물질  평탄 하는 과정에  도

2에 도시   같  싱(dishing) 상  전(erosion) 상  생하게 다.

러한 싱 상  전 상  웨  균 도(uniformity)  저하시키고,  라 들  변  래하<11>

게 , 도 3에 도시한  같  도체   도에 라 그 변 량  다 게 나타난다.

러한 문제  해결하  해 종래에는 코어 역과 주변  역에  경우 코어 역과 주변  역<12>

 도에 라 미  하여 학적 계적 연마 시  도에  싱 상  전 상

지하고는 지만, 콘택  한 후  학적 계적 연마하여 콘택 플러그  하는 과정에 는 

개  물질층  연결하는 조 므  러한 미  할 경우 전 적  결함  생하게 다.

에 라, 종래  도체   과정에  콘택 에  물질  매립한 후에 학적 계적 연마하여<13>

콘택 플러그  할 경우 도 4에 도시한  같  학적 계적 연마 후에 싱 상  전 상

생하게 고, 에 라 리 물 생 등  결함  생하게 , 도체  수  저하시키

는  하고 는 실정 다.  , 도 5는 종래에 학적 계적 연마 후에 싱 상  

전 상에 라 리 물  생하는 것  나타낸 학 도 다.

         루고  하는 술적 과제

라 , 본  상 한 종래 술  문제점  해결하  한 것 , 도체   과정에  <14>

룰   도에  미 콘택 에  미 콘택 플러그  하여 학적 계적 연마 후  싱 

상  전 상  지할 수 는 도체    조     제공하는  그 적

 다.

       

상  적  달 하  한  점에  본 , 하   과 상    포함하는 도체 <15>

   조 , 도체  상에  상  하   과, 상  하    상에 

콘택 플러그 , 상  콘택 플러그가  역  제 한 미 역에  미 콘택 플러그 , 상  콘택

플러그  통해 상  하   과 연결  상  상     포함하는 도체    조

 제공한다.

상  적  달 하  한 다  점에  본 , 하   과 상    포함하는 도체 <16>

   하는 , 상  하     도체  상에 층간 절연막  

하는 단계 , 상  층간 절연막 상 에 특정 포 지스트 에 라 콘택 플러그  할 역에  상

하    시키는 콘택 과 미 역에  상  도체  시키는 미 콘택  하는

단계 , 상  콘택   미 콘택  매립한 후  학적 계적 연마하여 콘택 플러그  미 콘택 플

러그  하는 단계 , 상   콘택 플러그에 연결 도   물질  닝하여 상  상   

 하는 단계  포함하는 도체      제공한다.

본  상   타 적과 여러 가지 점   술 야에 숙  사람들에 해 첨  도  참조하<17>

여 하 에 술 는 본  람직한 실시  욱 하게  것 다.

하 첨  도  참조하여 본  람직한 실시 에 하여 상 하게 한다.<18>

본  핵심 술 지는, 하     도체  상에 층간 절연막  하고, 층간 절연막<19>

상 에 특정 포 지스트 에 라 하    시키는 콘택 과 미 역에  도체 

시키는 미 콘택  하 , 콘택   미 콘택  매립한 후  학적 계적 연마하여 콘택

플러그  미 콘택 플러그  한 후에,  콘택 플러그에 연결 도   물질  닝하여 상

  한다는 것 , 러한 술적 수단  통해 본 에  적  하는  쉽게 달 할 수

다.

도 6  본 에 라  룰   도에 라 미 콘택  하여   하는 과정<20>

나타낸 공정 순 도 다.
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도 6a  참조하 , 도체 (600) 에 PVD(Physical Vapor Deposition)   빔, 전  빔 또는<21>

RF 스 링 등   통해  물질,  들어 알루미늄(Al) 등  착한 후 하    하

한 정  포 지스트 (도시 생략 )  하고, 러한 포 지스트 에 라  물질층  식

각하여 하   (602)  한다.

그리고, 도 6b에 도시한  같  하   (602)   도체 (600) 상  전 에  들 ,<22>

HDP 산 막 등  착하여 층간 절연막(604)  한다.

다 에, 층간 절연막(604)   도체 (600) 상  전 에 도 6c에 도시한  같  콘택  역<23>

정 하는 포  지스트 (606)  한다. 여 에 , 콘택  역  정 하는 포  지스트 (606)

실제 콘택 플러그  한 콘택 과  룰   도에  미 콘택  동시에 하도  

닝한다.

또한, 실제 콘택 플러그  한 콘택  역에 는 하   (602)   지,  룰 <24>

 도에  미 콘택  역( 미 역)에 는 도체 (600)   지 콘택  하

한 포 지스트 (606)에 라  건식 또는 습식 식각하여 하   (602) 또는 도체

(600)  드러나는 콘택  한다. 여 에 ,  룰   도에  콘택  미 역  a

 b 역에 어  알 수 다.  후, 도 6d에 도시한  같  콘택   한 포  지스

트 (606)  제거한다.

다 에, 도 6e에 도시한  같  콘택  갭필하  한  물질(608),  들 , 리(Cu) 등  착한<25>

다. 여 에 ,  물질(608)  갭필하  전에 콘택  내에 벽 막(barrier metal layer)  가 할

수 고, 벽 막 는  들  Ti, TiN 등  한다.

그리고, 콘택  내에  물질(608)  매립  도체 (600) 상  전  학적 계적 연마(CMP)  통해<26>

평탄 하여 도 6f에 도시한  같  콘택 플러그(608a)  한다.  ,  룰   도에 라

 미 콘택   미 콘택 플러그에 라 학적 계적 연마 후에도 층간 단차 생  지하고, 

싱 상  전 상  과적  지  억제할 수 다.  , 도 7  본 에 라 미 콘택

  미 플러그  삽 하는 것  시한 도 ,  룰   도에 라 콘택  도에 하

여  개  미 콘택  삽 할 수  알 수 다.

마지막 , 콘택 플러그(608a)가  도체 (600) 상 에  들 , 알루미늄(Al), 리(Cu) 등<27>

 물질  착한 후 실제 콘택 플러그에 연결 는    역  정 하는 정  포 지스트 

(도시 생략 )에 라  물질  식각하여 도 6g에 도시한  같  상   (610)  한 후 포

지스트  제거한다.

라 , 도체     과정에  실제 콘택 플러그  하  한 콘택 에  콘택 플러<28>

그   룰   도에 라  미 콘택 에  미 콘택 플러그  통해 학적 계적 연마

후에도 단차 생  지할 수 다.

상  에 는 본  람직한 실시 들  제시하여 하 나 본  드시 에 한정 는<29>

것  아니 , 본  하는 술 야에  통상  지식  가진 라  본  술적 사상  어나지

않는  내에  여러 가지 치 , 변   변경  가능함  쉽게 알 수  것 다.

     과

상 한  같  본 ,   하는 과정에  콘택 에  물질  매립하고,  학<30>

적 계적 연마할 경우  도에 라 단차가 생하는 종래 과는 달리, 하     도

체  상에 층간 절연막  하고, 층간 절연막 상 에 특정 포 지스트 에 라 콘택 플러그  

할 역에  하    시키는 콘택 과 미 역에  도체  시키는 미 콘택

하 , 콘택   미 콘택  매립한 후  학적 계적 연마하여 콘택 플러그  미 콘택 플러그

 하고,  콘택 플러그에 연결 도   물질  닝하여 상    함 , 실제

콘택   콘택 플러그가  역  제 한 미 역에 미 콘택   미 콘택 플러그  하여 

학적 계적 연마 시 생하는 단차에  싱 상  전 상  지할 수 다.

라 ,    과정에  미 콘택   미 콘택 플러그  삽 한 후 학적 계적 연마하여 단차<31>

에  싱 상  전 상  지함 , 단차가 낮  에  물  생하는 것  지하여
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도체  수  향상시킬 수 다.

도  간단한 

도 1  종래에 콘택 에 스  매립 후 학적 계적 연마한 것  시한 도 ,<1>

도 2는 종래에 학적 계적 연마 시에 생하는 싱 상  전 상  나타낸 도 ,<2>

도 3  종래에  도에 라 학적 계적 연마 후 단차가 생하는 것  나타낸 도 ,<3>

도 4는 종래에 학적 계적 연마 시 생하는 전 상에 라 리 물  생하는 것  나타낸<4>

도 ,

도 5는 종래에 학적 계적 연마 시 생하는 전 상에 라 리 물  생하는 것  나타낸 학<5>

도 ,

도 6a 내지 도 6g는 본 에 라 미 콘택   미 콘택 플러그  삽 하여   하는 과정<6>

 나타낸 공정순 도,

도 7  본 에 라 미 콘택   미 플러그  삽 하는 것  시한 도 .<7>

도

    도 1

    도 2
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    도 3

    도 4

    도 5

    도 6a

    도 6b
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    도 6c

    도 6d

    도 6e

    도 6f

    도 6g
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    도 7
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